
集成电路 52019年8月20日
编辑：诸玲珍 电话：010-88559290 E-mail：zhulzh@cena.com.cn

本报讯 8月16日，汇顶科技发布公

告显示，基于扩展技术研究领域和产品应

用市场的公司战略，着力在移动终端、

IoT和汽车领域为更多用户提供应用覆盖

面更广的领先技术、产品及应用解决方

案，公司拟通过现金支付的方式购买

NXP B.V （即“恩智浦”） 旗下的语音

及音频应用解决方案业务 （Voice and

Audio Solutions，下称“VAS”），交易价

格为1.65亿美元。

具体交易模式是，汇顶科技通过子公

司汇顶香港在恩智浦 VAS 业务所在的部

分国家设立孙公司，与汇顶科技及其现有

子公司一起承接 VAS 业务相关的固定资

产、存货、专属技术及知识产权、尚在履

行中的合同，以及目标资产所包括的合同

关系与指定人员。

作为一家基于芯片设计和软件开发

的整体应用解决方案提供商，汇顶科技

致力于人机交互和生物识别技术的研究

与开发，包括芯片设计、软件开发，以

及向客户提供完整解决方案。公司同时

也在努力扩展技术研究领域和产品应用

市场，拟在移动终端、IoT 和汽车领域

为更多用户提供应用覆盖面更广的领先

技术、产品及应用解决方案。目前，公

司主要产品包括指纹识别芯片和电容触

控芯片。

据披露，本次拟购标的业务涵盖的

职能包括设计研发、项目管理、产品营

销及客户服务支持等，该业务解决方案

主要用于智能手机、智能穿戴、IoT 等

领域，主要客户为国内外知名安卓手机

厂商。

汇顶科技表示，以客户需求为导向及

全球布局一直是公司发展的重要策略，公

司创新及发展的根本来源于客户和市场的

需求。本次交易会给公司的营收、产品带

来新的成长契机，符合公司在智能移动终

端产品发展的规划方向，同时将现有产品

与新产品进行整合，将为公司在新的产品

领域进一步发力、持续为客户提供有价值

的产品打好基础。
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汇顶科技拟1.65亿美元

收购恩智浦语音业务

本报记者 陈炳欣

近日，全球第二大晶圆代工厂格芯（GlobalFoundries）宣布，采用12nm FinFET工艺，成功流片了基于ARM架
构的高性能3D封装芯片。这意味着格芯亦投身于3D封装领域，将与英特尔、台积电等公司一道竞争异构计算时
代的技术主动权。

放弃7nm

格芯转攻3D封装

据报道，格芯携手 ARM 公司验证了

3D 设计测试（DFT）方法，可以在芯片上集

成多种节点技术，优化逻辑电路、内存带宽

和射频性能，可向用户提供更多差异化的解

决方案。格芯平台首席技术专家 John Pel-

lerin表示：“在大数据与认知计算时代，先进

封装的作用远甚以往。AI 的使用与高吞吐

量节能互连的需求，正通过先进封装技术推

动加速器的增长。”

随着运算的复杂化，异构计算大行其

道，更多不同类型的芯片需要被集成在一

起，而依靠缩小线宽的办法已经无法同时满

足性能、功耗、面积以及信号传输速度等多

方面的要求。在此情况下，越来越多的半导

体厂商开始把注意力放在系统集成层面，通

过封装技术寻求解决方案。这使得 3D封装

成为当前国际上几大主流半导体晶圆制造

厂商重点发展的技术。

虽然格芯在去年宣布放弃继续在 7nm

以及更加先进的制造工艺方向的研发，但这

并不意味着其在新技术上再也无所作为。此

次在 3D封装技术上的发力，正是格芯在大

趋势下所做出的努力，其新开发的 3D封装

解决方案不仅可为IC设计公司提供异构逻

辑和逻辑/内存集成途径，还可以优化生产

节点制造，从而实现更低延迟、更高带宽和

更小特征尺寸。

3D封装

成半导体巨头发展重点

同为半导体巨头的英特尔、台积电在

3D 封装上投入更早，投入的精力也更大。

去年年底，英特尔在其“架构日”上首次推

出全球第一款 3D 封装技术 Foveros，在此

后不久召开的CES2019大展上展出了采用

Foveros 技术封装而成的 Lakefield 芯片。

根据英特尔的介绍，该项技术的最大特点

是可以在逻辑芯片上垂直堆叠另外一颗逻

辑芯片，实现了真正意义上的3D堆叠。

而在日前召开的SEMICON West大

会上，英特尔再次推出了一项新的封装技

术Co-EMIB。这是一个将EMIB和Fove-

ros 技术相结合的创新应用。它能够让两

个或多个Foveros元件互连，并且基本达到

单芯片的性能水准。设计人员也能够利用

Co-EMIB 技术实现高带宽和低功耗的连

接模拟器、内存和其他模块。

台积电在 3D 封装上的投入也很早。

业界有一种说法，正是因为台积电对先

进封装技术的重视，才使其在与三星的

竞争中占得优势，获得了苹果的订单。无

论这个说法是否为真，封装技术在台积电

技术版图中的重要性已越来越突出。

在 日 前 举 办 的 2019 中 国 技 术 论 坛

（TSMC2019 Technology Symposium）上，台

积电集中展示了从 CoWoS、InFO 的 2.5D 封

装到 SoIC 的 3D 封装技术。CoWoS 和 InFO

采用硅中介层把芯片封装到硅载片上，并使

用硅载片上的高密度走线进行互连，从而实

现亚3D级别的芯片堆叠效果。SoIC则是台

积电主推的 3D 封装技术，它通过晶圆对晶

圆（Wafer-on-wafer）的键合方式，可以将不

同尺寸、制程技术及材料的小芯片堆叠在一

起。相较2.5D封装方案，SoIC的凸块密度更

高，传输速度更快，功耗更低。

对此，半导体专家莫大康表示，半导体

厂商希望基于封装技术（而非前道制造工

艺），将不同类型的芯片和小芯片集成在一

起 ，从 而 接 近 甚 至 是 达 到 系 统 级 单 芯 片

（SoC）的性能。这在异构计算时代，面对多

种不同类型的芯片集成需求，是一种非常有

效的解决方案。

封装子系统“IP”

或将成趋势之一

产品功能、成本与上市时间是半导体

公司关注的最主要因素。随着需求的不断

增加，如果非要把所有电路都集成在一颗

芯片之上，必然导致芯片的面积过大，同

时增加设计成本和工艺复杂度，延长产品

周期，因此会增大制造工艺复杂度，也会

让制造成本越来越高。这也是异构计算时

代，人们面临的主要挑战。因此，从技术

趋势来看，主流半导体公司依托 3D封装技

术，可以对复杂的系统级芯片加以实现。

根据莫大康的介绍，人们还在探索采用

多芯片异构集成的方式把一颗复杂的芯片

分解成若干个子系统，其中一些子系统可以

实现标准化，然后就像IP核一样把它们封装

在一起。这或许成为未来芯片制造的一个

发展方向。当然，这种方式目前并非没有障

碍。首先是散热问题。芯片的堆叠会让散

热问题变得更加棘手，设计人员需要更加精

心地考虑系统的结构，以适应、调整各个热

点。更进一步，这将影响到整个系统的架构

设计，不仅涉及物理架构，也有可能会影响

到芯片的设计架构。此外，测试也是一个挑

战。可以想象在一个封装好的芯片组中，即

使每一颗小芯片都能正常工作，也很难保证

集成在一起的系统级芯片保持正常。对其

进行正确测试需要花费更大功夫，这需要从

最初 EDA 的工具，到仿真、制造以及封装各

个环节的协同努力。


